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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　

　

【 請 求 項 ２ 】
　
　

　

【 請 求 項 ３ 】
　

　
　
　

【 請 求 項 ４ 】
　 半 導 体
　 凹 状 領 域 非 凹 状 領 域 誘 電 体 層 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 凹 状 領 域 内 数 の ダ ミ ー 構 造 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 ダ ミ ー 構 造 を 覆 う べ く 、 金 属 層 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 金 属 層 を 電 解 研 磨 し て 記 非 凹 状 領 域 を 露 出 す る 段 階 と 、
を る 、 半 導 体 方 法 。

金 属 層 と 誘 電 体 層 と を 含 み 、 前 記 誘 電 体 層 が 、
凹 状 領 域 及 び 非 凹 状 領 域 の パ タ ー ン で あ っ て 、 前 記 金 属 層 が 前 記 非 凹 状 領 域 か ら 電 解 研

磨 さ れ 、 前 記 凹 状 領 域 を 充 填 し て 複 数 の 相 互 接 続 部 を 形 成 し て い る も の 、 及 び
前 記 誘 電 体 層 の 前 記 非 凹 状 領 域 に 配 置 さ れ た 複 数 の ダ ミ ー 構 造

を 含 ん で な る 、 半 導 体 構 造 体 。

誘 電 体 層 と 金 属 層 と を 含 み 、
前 記 誘 電 体 層 が 、 複 数 の ト レ ン チ 及 び 複 数 の ダ ミ ー 構 造 を 有 し 、 こ こ で 、 前 記 複 数 の ト

レ ン チ 及 び 前 記 複 数 の ダ ミ ー 構 造 が 前 記 誘 電 体 層 に よ っ て 分 離 さ れ て お り 、 か つ
前 記 金 属 層 が 前 記 ト レ ン チ を 充 填 し て 金 属 製 相 互 接 続 部 を 形 成 し て い る 、 半 導 体 構 造 体

。

複 数 の 半 導 体 ダ イ と 、 該 複 数 の 半 導 体 ダ イ に 隣 接 し て 形 成 さ れ た 複 数 の ダ ミ ー 構 造 と を
含 み 、

前 記 複 数 の 半 導 体 ダ イ が 、
複 数 の ト レ ン チ を 備 え た 誘 電 体 層 、 及 び
前 記 ト レ ン チ を 充 填 し て 相 互 接 続 部 を 形 成 し た 金 属 層

を 含 ん で な る 、 半 導 体 構 造 体 。

構 造 体 を 製 造 す る 方 法 で あ っ て 、
及 び を 含 む

前 記 非 に 複
前 記 誘 電 体 層 及 び 前 記
前 記 前
含 ん で な 構 造 体 の 製 造



【 請 求 項 ５ 】
　
　
　
　

　

【 請 求 項 ６ 】
　
　

　
　
　
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 半 導 体 構 造 体 及 び そ の 製 造 方 法
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相 互 接 続 構 造 体 を 製 造 す る 方 法 で あ っ て 、
誘 電 体 層 を 形 成 し 、 該 誘 電 体 層 を パ タ ー ニ ン グ し て 相 互 接 続 部 を 形 成 す る 段 階 と 、
前 記 相 互 接 続 部 に 隣 接 し て 複 数 の ダ ミ ー 構 造 を 形 成 す る 段 階 と 、
前 記 パ タ ー ニ ン グ さ れ た 誘 電 体 層 及 び 前 記 ダ ミ ー 構 造 を 覆 う べ く 金 属 層 を 形 成 す る 段 階

と 、
前 記 金 属 層 を 電 解 研 磨 し て 前 記 相 互 接 続 部 を 分 離 す る 段 階 と 、

を 含 ん で な る 、 相 互 接 続 構 造 体 の 製 造 方 法 。

半 導 体 構 造 体 を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
複 数 の ダ イ を 半 導 体 ウ ェ ハ 上 に 形 成 す る こ と を 含 み 、 か つ 前 記 ダ イ の そ れ ぞ れ を 形 成 す

る こ と が 、
凹 状 領 域 及 び 非 凹 状 領 域 を 有 す る 誘 電 体 層 を 形 成 す る 段 階 と 、
前 記 誘 電 体 層 の 上 に 金 属 層 を 形 成 し か つ 前 記 非 凹 状 領 域 を 充 填 す る 段 階 と 、
前 記 誘 電 体 層 の 前 記 非 凹 状 領 域 内 に 少 な く と も 一 個 の ダ ミ ー 構 造 を 形 成 す る 段 階 と 、
前 記 金 属 層 を 電 解 研 磨 し て 前 記 非 凹 状 領 域 を 露 出 す る 段 階 と 、

を 含 ん で な る 、 半 導 体 構 造 体 の 形 成 方 法 。
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